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１．概要（Summary ）： 

 本研究は従来の細胞マニピュレーション法の欠点

を解決するため、「水」という身近で無害な物質を利

用したシステムを提案する。シリコン基板に微小な噴

水孔を作製し、それらの穴から圧力をコントロールし

た水流を発生させ，マイクロ環境での水流の推進力、

表面張力、粘度力をもとに細胞を操作するというもの

である。 

 本システム設計思想の中心部分にあたる 2層シリコ

ンチップを作製するために、シリコンウェハーに極め

て小さい穴を加工する。これらの穴から水を押し出し、

バイオ操作を実現するために、なるべく深い穴を造形

し、耐圧可能な膜厚を確保する必要がある。したがっ

て、アスペクト比の高い、シリコンウェハーに微細穴

を加工できる深堀ドライエッチング装置を利用する

ことにした。 

２．実験（Experimental）： 

 本実験は SOIウェハーを用いて、微細構造を持つデ

バイスを作製することを目指している。（Fig. 1）さら

に、SIウェハーで作製する構造体と接合させ、本バイ

オ操作システムに使用するデバイスを作製する予定

である。 

 主な手順としてはまず SOIウェハーを洗浄し、表面

疎水化処理をした。次に、スピンコータで SOIウェハ

ーの両面にレジスト（OFPR 23CP）を塗布し、両面

マスクアライナで両面露光を行った。露光したレジス

トパタンの現像、クロムエッチングを行った。そして、

OFPR レジストなど有機物を、ドライエッチング装置

で除去し、SOIウェハー上のアスペクト比の高い微細

穴を加工するため、深堀ドライエッチング装置を利用

し、厚みの数百ミクロンのウェハーの貫通加工を行い、

本研究に使用するチップの一層目を作製することが

できた。今後も二層目のチップの作製及びボンドアラ

イメント装置と基板接合装置を利用し、2 層構造のチ

ップを完成する予定である。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion）： 

 本実験で作製した構造体を Fig. 2に示す。裏表両面

に加工し、精度良く作製できることが確認された。今

後構造体の接合など行い、実験に使用する予定である。 
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Fig.2 Production of bio-manipulating chip. (a)Top side. 

(b)Back side. 

 

Fig.1 Fabrication process of bio-manipulating chip. 


